
 

OR1: Sviluppo di sensori per 
sistemi ‘smart disposable’

RI 1.1: SENSORI DI TEMPERATURA

RI 1.2: SENSORI MECCANICI

RI 1.3: SENSORI AMPEROMETRICI

RI 1.4: SENSORI A TRASDUZIONE ELETTRONICA

RI 1.5: CARATTERIZZAZIONE E MODELLI COMPATTI

OR2: Sviluppo di processi e materiali per 
l’integrazione di sistemi intelligenti su 
substrati  flessibili 

RI 2.1: PROCESSI PER SUBSTRATI PLASTICI A BASSA TEMPERATURA

RI 2.2: PROCESSI PER SUBSTRATI PLASTICI AD ALTA TEMPERATURA

RI 2.3: PROCESSI PER “FLEXIBLE SILICON”

RI 2.4: STRATI BARRIERA, INCAPSULANTI E “FAILURE ANALYSIS”

OR3: Progettazione dell’elettronica 
di front-end e dell’ASIC

RI 3.1: SVILUPPO DEL DK PER PIATTAFORMA OTFT FLESSIBILE

RI 3.2: PROGETTAZIONE E LAYOUT DELL’ASIC

RI 3.3: PROGETTAZIONE E LAYOUT DELL’ELETTRONICA D’INTERFACCIA DEI SENSORI

RI 3.4: PROGETTAZIONE DELL’ANTENNA SU SUBSTRATO FLESSIBILE

SS 3.5: CARATTERIZZAZIONE DEI CIRCUITI

OR4: Applicazione di sistema

RI 4.1: SPECIFICHE ED ARCHITETTURA DEL SISTEMA

RI 4.2: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA

RI 4.3: PROGETTAZIONE DEL SOFTWARE E FIRMWARE

SS 4.4: INTEGRAZIONE DEL SISTEMA

Flussie parametri di processo

Strutture test (sensori)

Regole diprogettazione
(design rules)

Elettronica di
controllo

e interfaccia
sensori

(componenti)

Specifiche funzionalidisistema, protocolli e    specifiche di layout

Modellie rapporti
dicaratterizzazione

Layout sensori e 
circuiti di interfaccia Dispositivi di sensing su

substrato (componenti)


